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(54)【発明の名称】 液晶表示装置及びその製造方法

(57)【要約】
【課題】    アレイ基板上の接続パッドから対向基板上
の対向電極へと給電を行うための給電経路が設けられた
液晶表示装置において、給電経路に断線が生じるのを防
止することができ、これにより、不良品率を低減できる
ものを提供する。
【解決手段】アレイ基板１０上の第１給電端子３４から
基板間導電材６１を介して対向基板２０上の対向電極へ
と給電が行われる。給電配線接続パッド１３と第１給電
端子３４とは、信号線と同時にアルミニウム系金属によ
り形成される給電配線３４ａと、走査線同時にモリブデ
ン系金属等により形成される冗長給電配線１４ａとによ
り接続される。給電配線３４ａは、コンタクトホール４
５，４６及び給電配線コンタクト用ＩＴＯ膜５４によ
り、給電配線パッド１３に電気的に接続している。一
方、冗長給電配線１４ａは、コンタクトホール４７，４
８及び給電端子コンタクト用ＩＴＯ膜５５により、第１
給電端子３４に電気的に接続している。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】アレイ基板と、対向基板と、これらの間の
間隙に保持される液晶層と、この液晶層を四周から封止
するシール材とからなる液晶表示装置であって、
前記アレイ基板は、マトリクス状に配列される画素電極
及びスイッチング素子と、略直交して配列される信号線
及び走査線と、少なくとも一の端縁に沿って配列される
接続パッドと、給電配線と、前記給電配線の一端から延
在される第１給電端子と、前記給電配線の他端を一の前
記接続パッドに電気的に接続させる給電配線用コンタク
トホールとを有し、
前記対向基板は、前記画素電極が配列された領域に対応
して設けられる対向電極と、この対向電極の一部または
延在部からなる第２給電端子とを有し、
前記アレイ基板と前記対向基板との間には、前記第１給
電端子と前記第２給電端子との間に配されてこれらを互
いに電気的に接続する基板間導電材が備えられる液晶表
示装置において、
前記アレイ基板が、前記一の接続パッドから延在される
冗長給電配線と、この冗長給電配線またはその延在部を
前記第１給電端子に電気的に接続させる給電端子用コン
タクトホールとを備えることを特徴とする液晶表示装
置。
【請求項２】前記給電配線用コンタクトホールが、前記
一の接続パッドまたはその延在部の上面を露出させる給
電配線用第１コンタクトホールと、前記給電配線または
その延在部の上面を露出させる給電配線用第２コンタク
トホールとからなり、これら給電配線用の第１及び第２
コンタクトホールを被覆するように一つの給電配線用導
電膜が配され、
前記冗長給電配線の延在部として、前記第１給電端子の
台座部をなす給電端子台座部が備えられ、
前記給電端子用コンタクトホールが、前記給電端子台座
部またはその延在部の上面を露出させる給電端子用第１
コンタクトホールと、前記第１給電端子またはその延在
部の上面を露出させる給電端子用第２コンタクトホール
とからなり、これら給電配線用の第１及び第２コンタク
トホールを被覆するように一つの給電端子用導電膜が配
されることを特徴とする請求項１記載の液晶表示装置。
【請求項３】前記第１給電端子のパターンに複数の開口
または切り欠きが設けられ、前記給電端子用第１コンタ
クトホールが前記開口または切り欠き中にて前記給電端
子台座部の上面を露出させることを特徴とする請求項１
または２記載の液晶表示装置。
【請求項４】第１の絶縁基板上に、走査線並びにその延
在部としてのゲート電極及び走査線パッドと、信号線パ
ッドと給電配線パッドとを形成する第１導電層パターニ
ング工程と、
信号線及びその延在部としてのドレイン電極と、ソース
電極と、給電配線及びその一端から延在される第１給電*
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*端子とを形成する第２導電層パターニング工程と、
第１導電層のパターンの上面を部分的に露出させる第１
コンタクトホール及び第２導電層のパターンの上面を部
分的に露出させる第２コンタクトホールを同時に形成す
るコンタクトホール形成工程と、
画素電極と、前記信号線パッドに前記信号線を電気的に
接続させる信号線接続用導電膜と、前記給電配線パッド
に前記給電配線を電気的に接続させる給電配線接続用導
電膜とを形成する第３導電層パターニング工程と、
第２の絶縁基板上に、対向電極と、その一部または延在
部としての第２給電端子とを形成する工程と、
前記第１給電端子と前記第２給電端子との間に基板間導
電材を配するとともにシール材を介して前記第１及び第
２の絶縁基板を貼り合わせる工程とを含む液晶表示装置
の製造方法において、
前記第１導電層パターニング工程において、前記第１給
電端子の輪郭に略一致する給電端子台座部と、この給電
端子台座部から前記給電配線パッドへと至る冗長給電配
線とを形成し、
前記第２導電層パターニング工程において、前記第１給
電端子に複数の開口または切り欠きを設け、
前記コンタクトホール形成工程において、前記開口また
は切り欠き中に前記第１コンタクトホールを設けるとと
もに、前記第１給電端子の上面に前記第２コンタクトホ
ールを設け、
前記第３導電層パターニング工程において、前記第１給
電端子の個所を被覆することで前記第１給電端子と前記
給電端子台座部とを互いに電気的に接続する給電端子被
覆用導電膜を設けることを特徴とする液晶表示装置の製
造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、液晶表示装置及び
その製造方法に関する。特には、第１の基板上の導電パ
ターンから第２の基板上の導電パターンへの電気的な接
続を行うための給電経路が設けられた液晶表示装置及び
その製造方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】近年、ＣＲＴディスプレイに代わる表示
装置として、平面型の表示装置が盛んに開発されてお
り、中でも液晶表示装置は、軽量、薄型、低消費電力等
の利点から注目を集めている。特には、各画素電極にス
イッチ素子が電気的に接続されて成るアクティブマトリ
クス型液晶表示装置は、隣接画素間でクロストークのな
い良好な表示画像を実現できることから、液晶表示装置
の主流となっている。
【０００３】以下に、ＴＦＴ(Thin Film Transistor)を
スイッチ素子とする光透過型のアクティブマトリクス型
液晶表示装置を例にとり説明する。
【０００４】アクティブマトリクス型液晶表示装置は、
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アレイ基板と対向基板との間に配向膜を介して液晶層が
保持されて成っている。アレイ基板においては、ガラス
や石英等の透明絶縁基板上に、複数本の信号線と複数本
の走査線とが絶縁膜を介して格子状に配置され、格子の
各マス目に相当する領域にＩＴＯ(Indium-Tin-Oxide)等
の透明導電材料からなる画素電極が配される。そして、
格子の各交点部分には、各画素電極を制御するスイッチ
ング素子としてのＴＦＴが配置される。ＴＦＴのゲート
電極は走査線に、ドレイン電極は信号線にそれぞれ電気
的に接続され、さらにソース電極は画素電極に電気的に
接続されている。
【０００５】対向基板は、ガラス等の透明絶縁基板上に
ＩＴＯから成る対向電極が配置され、またカラー表示を
実現するのであればカラーフィルタ層が配置されて構成
されている。
【０００６】液晶表示装置の外周部では、アレイ基板が
対向基板から突き出して棚状の接続領域をなしており、
この接続領域に配列される接続パッドに、フレキシブル
基板や駆動ＩＣチップ等の端子が異方性導電膜等を介し
て接続される。また、対向基板の四周の縁部とアレイ基
板との間にシール材が配置されて、液晶層の四周を封止
している。
【０００７】接続パッドには、対向電極への給電を行う
ための給電配線パッドが含まれる。給電配線パッドは、
アレイ基板上の給電配線及び給電端子と、両基板間に配
される基板間導電材とを介して対向電極に接続されてい
る（例えば特開平１０－２６８３２６）。
【０００８】このような液晶表示装置において、表示性
能の高精細化や表示面積の大型化等に伴ない、信号線の
材料としてアルミニウム（Ａｌ）の単体または合金が用
いられるようになって来ている。ところが、アルミニウ
ム（Ａｌ）の単体または合金で接続パッドを形成した場
合には、硬度及び融点が低いことから、機械的な擦（こ
す）れや引っ掻きにより、接続パッドを構成する金属材
料が部分的に接続パッド間の領域に移動してしまい、接
続パッド間の短絡を引き起こすことがあり問題となって
いた。
【０００９】そこで、信号線パッドを、走査線及びその
先端の走査線パッドと同時に、モリブデン（Ｍｏ）やモ
リブデン－タングステン合金（ＭｏＷ）等の、より硬度
及び融点の高い金属材料でもって形成することが行われ
ている。この場合、信号線パッドまたはその延在部と信
号線の一端とが、シール材の領域またはその近傍といっ
た外周部にあるコンタクトホールでもって互いに接続さ
れる。
【００１０】また、この場合、給電配線パッドについて
も、モリブデン系金属等でもって形成し、同様の外周部
コンタクトホールにより給電配線の一端に接続させてい
る。
【００１１】一方、液晶表示装置の製造コストにおいて
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アレイ基板の製造コストの割合が高く、特には、アレイ
基板上に、スイッチ素子であるＴＦＴを製造するための
工程のコストが大きな部分を占める。
【００１２】そこで、ＴＦＴ及びアレイ基板の製造を、
より少ない数のパターニングにより、すなわち、より少
ない数のフォトマスクにより行うことで製造プロセスを
短縮し製造コストを削減しようとする試みが行われてい
る。
【００１３】特願平８－２６０５７２号においては、画
素電極を最上層に配置し、これに伴い信号線、ソース、
ドレイン電極と共に、半導体被膜等を同一のマスクパタ
ーンに基づいて一括してパターニングを行うことが提案
されている。また、このパターニングの後、ソース電極
と画素電極とを接続するソース電極用コンタクトホール
の作製と共に、信号線や走査線の接続端を露出するため
の外周部コンタクトホールの作製を同時に行うことが提
案されている。
【００１４】この外周部コンタクトホールは、詳しく
は、第１導電層を露出させる第１コンタクトホールと、
第２導電層を露出させる第２コンタクトホールとからな
り、これらコンタクトホールに橋を架けるように小寸法
のコンタクト用導電パターンが配置される。このコンタ
クト用導電パターンは、画素電極と同時に形成される。
【００１５】図６～７には、従来例の液晶表示装置につ
いて示す。図６は、液晶表示装置の要部（隅部）の構成
を模式的に示す平面図であり、図７は、液晶表示装置の
要部を示すための模式的な切開断面図である。
【００１６】シール材６２の領域内の所定個所で、アレ
イ基板１０’上の第１基板間給電端子３４’と、対向基
板２０上の第２基板間給電端子２１とが、互いに向き合
って配され、導電ペーストよりなる基板間導電材６１を
介して電気的に接続されている。第２基板間給電端子２
１は対向電極の延在部であり、第１基板間給電端子３
４’から給電配線３４’ａが延在されて、棚状接続領域
にある給電配線パッド１３へと延びている。給電配線３
４’の末端は、給電配線パッド１３からの基板内側への
延在部であるコンタクト用幅広部１３ａに重ねられるか
または近接配置されている。そして、給電配線コンタク
ト用ＩＴＯ膜５４が、コンタクト用幅広部１３ａ及び給
電配線の末端に、それぞれ、給電端子用コンタクトホー
ル４５，４６を介して接続されている。すなわち、給電
配線コンタクト用ＩＴＯ膜５４を介して、給電配線３
４’ａと、給電配線パッド１３とが電気的に接続されて
いる。
【００１７】
【発明が解決しようとする課題】このような従来例のよ
うな液晶表示装置であると、給電配線３４’と給電配線
パッド１３とを電気的に接続するための、給電配線コン
タクト用ＩＴＯ膜５４が断線した場合、対向電極への給
電が行われなくなり、これに起因する画像表示不良を引
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き起こす場合があった。コンタクトホール４４，４５を
囲む絶縁膜１５，４の端面の傾斜角（テーパー角）が急
峻になった場合、ＩＴＯ膜５４に断線が生じることがあ
るのである。
【００１８】また、給電配線３４’と、給電配線パッド
１３またはその延在部１３ａとが、絶縁膜１５を貫く１
つのコンタクトホールにより直接に接続する場合であっ
ても、パターニング時のゴミ等に起因して給電配線３
４’に断線が生じることもある。
【００１９】本発明は、上記問題点に鑑みなされたもの
であり、アレイ基板上の接続パッドから対向基板上の対
向電極に給電を行うための給電経路に断線が生じるのを
防止することができ、これにより、不良品率を低減する
ことのできる液晶表示装置及びその製造方法を提供する
ものである。
【００２０】
【課題を解決するための手段】本発明の液晶表示装置
は、アレイ基板と、対向基板と、これらの間の間隙に保
持される液晶層と、この液晶層を四周から封止するシー
ル材とからなる液晶表示装置であって、前記アレイ基板
は、マトリクス状に配列される画素電極及びスイッチン
グ素子と、略直交して配列される信号線及び走査線と、
少なくとも一の端縁に沿って配列される接続パッドと、
給電配線と、前記給電配線の一端から延在される第１給
電端子と、前記給電配線の他端を一の前記接続パッドに
電気的に接続させる給電配線用コンタクトホールとを有
し、前記対向基板は、前記画素電極が配列された領域に
対応して設けられる対向電極と、この対向電極の一部ま
たは延在部からなる第２給電端子とを有し、前記アレイ
基板と前記対向基板との間には、前記第１給電端子と前
記第２給電端子との間に配されてこれらを互いに電気的
に接続する基板間導電材が備えられる液晶表示装置にお
いて、前記アレイ基板が、前記一の接続パッドから延在
される冗長給電配線と、この冗長給電配線またはその延
在部を前記第１給電端子に電気的に接続させる給電端子
用コンタクトホールとを備えることを特徴とする。
【００２１】このような構成により、アレイ基板上の接
続パッドから対向基板上の対向電極に給電を行うための
給電経路に断線が生じるのを防止することができ、これ
により、不良品率を低減することができる。
【００２２】
【発明の実施の形態】実施例の液晶表示装置の要部の構
成について、図１～２を用いて説明する。図１は、液晶
表示装置の要部（隅部）の構成を模式的に示す平面図で
あり、図２は、液晶表示装置の要部を示すための模式的
な切開断面図である。
【００２３】液晶表示装置は、ＴＦＴを各画素ドットの
スイッチング素子とするアクティブマトリクス型液晶表
示装置である。矩形状のアレイ基板１０と、対向基板２
０とが、対向基板２０の四周端縁に沿って配されたシー
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ル材６２により貼り合わされており、これにより液晶層
が封止されている。信号線３１を含む第２導電層がアル
ミニウムまたはその合金からなり、走査線を含む第１導
電層が、アルミニウム系金属材料よりも高融点で硬度の
高い金属材料、例えばモリブデン－タングステン合金
（ＭｏＷ）からなる。
【００２４】図１に示すように、アレイ基板１０の一長
辺１０ａが対向基板２０の端縁から突き出してなる長辺
側の棚状領域１０ｃでは、アレイ基板１０の一長辺１０
ａに沿って信号線パッド１２が配列される。一方、アレ
イ基板１０の一短辺１０ｂが対向基板２０の端縁から突
き出してなる短辺側の棚状領域１０ｄでは、該一短辺１
０ｂに沿って走査線パッド１１ｂが配列される。
【００２５】これら長辺側及び短辺側の棚状領域１０
ｃ，１０ｄが合わさる隅部１０ｅの近傍では、長辺側棚
状領域１０ｃ内に給電配線用パッド１３が配され、シー
ル材６２領域内に、この給電配線用パッド１３から対向
基板２０の対向電極へと給電を行うための給電経路が形
成されている。給電配線用パッド１３は、図示の例で、
信号線パッド１２の列の末端に近接して配され、該信号
線パッド１２とともに一つの接続パッド群をなす。この
接続パッド群は、ＴＣＰ（テープキャリアパッケージ）
またはその他のフレキシブル配線基板等の端子群に接続
される。
【００２６】対向基板２０上では、シール材６２の内側
の略全体を覆う対向電極が、シール材６２の領域中に延
在されて、第２基板間給電端子２１が形成されている。
図示の例では、シール材６２の線状パターンが折れ曲が
る角部に配されている。
【００２７】一方、アレイ基板１０上では、第２導電層
（Ａｌ）からなる略正方形状の第１基板間給電端子（ト
ランスファ電極）３４が、第２基板間給電端子２１に対
応した位置及び寸法に形成されている。第１基板間給電
端子３４は、層間絶縁膜４及びこれを貫く複数の給電端
子用第２コンタクトホール４８を介して、給電端子ＩＴ
Ｏ膜５５に重ね合わされている。
【００２８】また、第１基板間給電端子３４の下層側に
は、形状、平面位置及び寸法が略同一の給電端子台座部
１４が配されている。給電端子台座部１４は、ゲート絶
縁膜１５を介して第１基板間給電端子３４に重ね合わさ
れており、複数の給電端子用第１コンタクトホール４７
を通じて給電端子ＩＴＯ膜５５と接触している。したが
って、第１基板間給電端子３４と給電端子台座部１４と
は、給電端子ＩＴＯ膜５５を介して互いに電気的に接続
されている。
【００２９】なお、図示の例では、給電端子用の第１及
び第２コンタクトホール４７，４８は、いずれもアレイ
基板１０の短辺１０ｂの方向に細長く形成されており、
縦横に４個が配列されている。また、給電端子用の第１
及び第２コンタクトホール４７，４８は、長辺１０ａ方
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7
向にて互い違いに隣り合うように配されている。
【００３０】第１基板間給電端子３４の基板内側（画素
配列領域の側）の角部からは、給電配線３４ａが延在さ
れ、長辺１０ａに沿った方向に、アレイ基板の隅部１０
ｅから遠ざかる側へと延びている。給電配線３４ａは、
末端部分が基板外側（長辺１０ａの側）へと向かって折
れ曲がって先端にコンタクト用幅広部３４ｂをなしてい
る。
【００３１】給電配線３４ａのコンタクト用幅広部３４
ｂは、給電配線パッド１３から基板内側へと延在される
給電配線コンタクト用幅広部１３ａの先端側の部分に重
ねられている。これらコンタクト用幅広部１３ａ及び３
４ｂには、それぞれ、絶縁膜１５及び４を貫く給電配線
第１コンタクトホール４５、及び、絶縁膜４を貫く給電
配線第２コンタクトホール４６が形成されている。そし
て、これらコンタクトホール４５，４６は、一つの給電
配線コンタクト用ＩＴＯ膜５４により被覆されている。
【００３２】給電配線コンタクト用幅広部１３ａは、同
様に第１導電層からなる冗長給電配線１４ａを通じて給
電端子台座部１４に連続している。図示の例で、冗長給
電配線１４ａは、給電配線３４ａにほぼぴったりと重な
り合うように配されている。
【００３３】このように、給電配線パッド１３から延在
される冗長給電配線１４ａと、これに連続する給電端子
台座部１４、及び給電端子コンタクトホール４７が、冗
長給電経路を形成しており、これにより、給電配線コン
タクト用ＩＴＯ膜５４または給電配線３４ａに断線が生
じた場合にも、給電経路に断線が生じるのを防止してい
る。
【００３４】次に、実施例の液晶表示装置に用いるアレ
イ基板の製造工程について、図３～５を用いて詳細に説
明する。
【００３５】(1) 第１のパターニング（図３）
ガラス基板１８上に、スパッタ法により、モリブデン－
タングステン合金膜（ＭｏＷ膜）を２５０ｎｍ堆積させ
る。そして、第１のマスクパターンを用いるパターニン
グにより、７５６本の走査線１１と、アレイ基板１０の
短辺１０ｂ側に引き出された、引き出し線１１ｃ及びそ
の先端のパッド部１１ｂとが形成される。一方、アレイ
基板１０の長辺１０ａ側には、信号線パッド１２及びこ
の基板内側への延在部からなる信号線コンタクト用幅広
部１２ａと、給電配線用パッド１３及びこの基板内側の
延在部からなる給電配線コンタクト用幅広部１３ａと、
第１基板間給電端子３４の台座をなす給電端子台座部１
４と、これら給電配線コンタクト用幅広部１３ａ及び給
電端子台座部１４を結ぶ冗長給電配線１４ａとが形成さ
れる。また、画素領域では各画素ドットに対応して、走
査線１１の延在部からなるゲート電極１１ａが作成され
る。
【００３６】(2) 第２のパターニング
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プラズマＣＶＤ法により、３５０ｎｍ厚の酸化シリコン
膜及び５０ｎｍ厚の窒化シリコン膜をこの順で堆積させ
てゲート絶縁膜１５を形成し、さらに、ＴＦＴ７の半導
体活性層をなすための、５０ｎｍ厚のアモルファスシリ
コン(a-Si:H)からなる半導体被膜、及び２００ｎｍ厚の
窒化シリコン膜を、連続して堆積させる。
【００３７】この後、窒化シリコン膜をパターニングし
てＴＦＴ７のチャネル部に対応する個所にチャネル保護
膜を形成する。
【００３８】(3) 第３のパターニング（図４）
プラズマＣＶＤ法により５０ｎｍ厚のリンドープアモル
ファスシリコン(n+a-Si:H)からなる低抵抗半導体被膜を
堆積する。そして、良好なオーミックコンタクトが得ら
れるようにフッ酸で処理した後、スパッタリングによ
り、３５０ｎｍのアルミニウム（Ａｌ）層を堆積させ
る。このようにして得られた金属膜及び半導体層につい
て、第３のマスクパターンを用いて露光、現像して得ら
れるレジストパターンの下で一括してパターニングを行
なう。
【００３９】このようにして、信号線３１と、アレイ基
板１０の長辺１０ａ側に引き出された、引き出し線３１
ｃ及びその先端のパッド部コンタクト用幅広部３１ｂと
が形成される。同時に、基板間給電用電極３４及びこの
延在部からなる給電配線３４ａが形成される。この給電
配線３４ａの先端には、パッド部コンタクト用幅広部３
４ｂが形成され、給電配線コンタクト用幅広部１３ａの
先端側部分に重ねられる。矩形状の基板間給電用電極３
４には、第１コンタクトホール形成用開口３５が、図示
の例で４個設けられている。
【００４０】また、画素領域では各画素ドットに対応し
て、信号線３１の延在部から成るドレイン電極３２、及
びソース電極３３を形成して、ＴＦＴ７を完成させる。
【００４１】(4) 第４のパターニング（図５）
２００ｎｍ厚の窒化シリコンから成る層間絶縁膜４を堆
積した後、パッド部１１ｂを露出させるコンタクトホー
ル４１、及び、ソース－画素電極間コンタクトホール４
２を同時に作成する。
【００４２】また、信号線パッド１２の延在部である信
号線コンタクト用幅広部１２ａの上面を露出させる信号
線第１コンタクトホール４３と、信号線３１に連続する
パッド部コンタクト用幅広部３４ｂの上面を露出される
信号線第２コンタクトホール４４とを形成する。同時
に、対向電極給電用パッド部１３の延在部である給電配
線コンタクト用幅広部１３ａの上面を露出させる給電配
線第１コンタクトホール４５と、給電配線３４ａに連続
するパッド部コンタクト用幅広部３４ｂの上面を露出さ
れる給電配線第２コンタクトホール４６とを形成する。
【００４３】さらには、基板間給電用電極３４の領域内
において、前述の第１コンタクトホール用開口３５の個
所に設けられて給電端子用台座部１４の上面を露出させ
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る給電端子用第１コンタクトホール４７と、これに隣接
して第１基板間給電端子３４の上面を露出させる給電端
子用第２コンタクトホール４８とを形成する。
【００４４】なお、このパターニングの際には、アルミ
ニウムからなる第２導電層のパターンの端面が露出しな
いように設計される。これは、一括してコンタクトホー
ルを形成する目的でウェットエッチング、特にはバッフ
ァードフッ酸（ＢＨＦ）液によるエッチングが行われる
が、この際にエッチング液によりアルミニウムのパター
ンが端面から腐食を受けるためである。
【００４５】(5) 第５のパターニング（図５）
透明導電層として、４０ｎｍ厚のＩＴＯを堆積した後、
画素電極５１を作成するとともに、各走査線パッド部１
１ｂ、各信号線パッド１２及び各給電配線用パッド１３
をそれぞれ覆うパッド部ＩＴＯ膜５２を作製する。
【００４６】また、信号線第１コンタクトホール４３及
び信号線第２コンタクトホール４４を覆う小片矩形状の
信号線コンタクト用ＩＴＯ膜５３と、給電配線第１コン
タクトホール４５及び給電配線第２コンタクトホール４
６を覆う小片矩形状の給電配線コンタクト用ＩＴＯ膜５
４と、第１基板間給電端子３４を覆う給電端子被覆ＩＴ
Ｏ膜５５とを作製する。
【００４７】一方、対向基板２０は以下のように作成さ
れる。ガラス基板上に、まず、金属遮光層が、クロム
（Ｃｒ）等の金属層の堆積後、パターニングにより形成
される。
【００４８】次いで、ＩＴＯ等の透明導電材料からなる
対向電極層がシール材６２内側に対応する領域に形成さ
れる。このとき、対向電極層からシール材６２領域内の
特定個所へと延在された第２基板間給電端子２１が、第
１基板間給電端子３４に対応する位置に、対応する寸法
及び形状にて形成される。
【００４９】アレイ基板１０及び対向基板２０は、シー
ル材６２配置個所より内側の領域に配向膜を形成した後
に、シール材６２を介してセル構造体に組み立てられ
る。この際、基板間導電材６１が、アレイ基板１０上の
第１基板間給電端子３４と、対向基板２０上の第２基板
間給電端子２１との間に配置される。この基板間導電材
６１は、実施例において、導電性ペーストを硬化してな
るものであり、シール材６２と同様のゴム弾性を示し、
アレイ基板１０及び対向基板２０に加えられる押圧力に
対応して伸縮可能である。
【００５０】上記実施例によると、給電配線３４ａの断
線等に起因する不良を著しく低減することができること
により、液晶表示装置の良品率（製造歩留まり）を大幅
に向上させることができる。しかも、製造工程負担や装
置負担または部品・材料コストを増加させるものでもな
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い。
【００５１】上記実施例において、給電端子用の第１及
び第２コンタクトホール４７，４８について、細長い小
片状のものを縦横に並列させるとして説明したが、第１
給電端子３４の１辺に相当する寸法のスリット状ものが
並列されるのであっても良く、また、円形状のものを多
数配列させるのであっても良い。
【００５２】
【発明の効果】アレイ基板上の接続パッドから対向基板
上の対向電極に給電を行うための給電経路に断線が生じ
るのを防止することができ、これにより、不良品率を低
減することのできる液晶表示装置及びその製造方法を提
供する。
【図面の簡単な説明】
【図１】実施例の液晶表示装置の要部（隅部）を模式的
に示す部分平面図である。
【図２】図１のII-II線に沿って切開した、模式的な切
開断面斜視図である。
【図３】実施例の液晶表示装置に用いるアレイ基板の製
造工程における、第１のパターニング後の様子を示す模
式的な部分平面図である。
【図４】図３に対応する、第３のパターニング後の様子
を示す模式的な部分平面図である。
【図５】図３及び５に対応する、第５のパターニング後
の様子を示す模式的な部分平面図である。
【図６】従来例の液晶表示装置の要部（隅部）を模式的
に示す、図１に対応する部分平面図である。
【図７】図６のVII-VII線に沿って切開した、模式的な
切開断面斜視図である。
【符号の説明】
１０  アレイ基板
１３  給電配線パッド
１４  給電端子台座部
１４ａ  冗長給電配線
２０  対向基板
２１  第２基板間給電端子
３４  略正方形状の第１基板間給電端子（トランスファ
電極）
３４ａ  第１基板間給電端子から延在される給電配線
４５  給電配線第１コンタクトホール
４６  給電配線第２コンタクトホール
４７  給電端子第１コンタクトホール
４８  給電端子第２コンタクトホール
５４  給電配線コンタクト用ＩＴＯ膜
５５  給電端子コンタクト用ＩＴＯ膜
６１  導電ペースト
６２  シール材
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【図３】
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外部链接 Espacenet

摘要(译)

要解决的问题：为了防止在配备有用于从阵列基板上的连接焊盘向对向
基板上的对向电极供电的电源路径的液晶显示装置中断开电源路径。 ，
可以降低次品率。 SOLUTION：电源从阵列基板10上的第一电源端子34
通过基板间导电材料61供给对向基板20上的对向电极。 电源布线连接垫
13和第一电源端子34通过与信号线同时由铝基金属形成的电源布线34a
和与扫描线同时由钼基金属形成的冗余电源布线14a彼此连接。 。 电源
布线34a通过接触孔45和46以及用于电源布线接触的ITO膜54电连接到电
源布线焊盘13。 另一方面，冗余电源布线14a通过接触孔47、48和用于
电源端子接触的ITO膜55电连接到第一电源端子34。
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